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内容概要

　　本书汇集了纳米封装领域主要专家学者的最新研究成果，内容丰富，全面深入，几乎涵盖了纳米
封装领域的所有方面，如材料制备、材料性能、表面改性、工程应用、数学模拟和超越摩尔定律的技
术问题等。

　　本书为电子封装领域的从业者和研究人员提供了一份及时而重要的技术资料。
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编辑推荐

　　《国际信息工程先进技术译丛·纳米封装：纳米技术与电子封装》编者是电气和电子工程师学会
（IEEE）纳米技术委员会的成员，许多撰稿人都是电气和电子工程师学会／封装与制造技术学会的会
员。
他们及时提出并总结了了这一重要议题，为电子封装及其材料的发展做出了卓越贡献。
　　从内容上看，《国际信息工程先进技术译丛·纳米封装：纳米技术与电子封装》不仅收录了国际
知名学者对封装材料的最新见解，并且系统论述了纳米封装中的计算机建模技术，介绍了纳米颗粒和
碳纳米管的应用，包括纳米印制、焊膏印制、微波加热、底部填充胶和各向异性导电薄膜，分子建模
技术在碳纳米管热特性、湿度扩散，热循环和脱层失效等方面的应用，纳米颗粒的熔点降低，库伦阻
塞、界面扩散效应、光吸收、烧结及制备方法，基于纳米颗粒的高介电薄膜，激活隧穿和渗流这两个
纳米效应相互平衡的基本原理引纳米颗粒在电感和天线等无源器件中的应用，各向同性导电胶的纳米
工程、纳米颗粒添加剂和表面增强处理，可印制解决方案的进展和纳米银的烧结（或激光烧结）高热
导率的CNT微通道冷却器，CNT-聚合物复合材料，CNT锡铅共晶物和无铅焊料纳米管，线的各项应
用 以及论述CMOS缩小极限（45nm或更低）下的具体封装问题。
　　《国际信息工程先进技术译丛·纳米封装：纳米技术与电子封装》特色：　　1.国际知名纳米研
究人员参与编写。
　　2.针对纳米封装材料和工艺技术众多方面的最新研究进行介绍，及时更新研究成果。
　　3.提供了大量的参考文献，为读者参考国内外相关研究情况提供了全面的背景资料。
　　4.提供系统的纳米材料在封装领域的各项应用。
　　5.系统讨论了纳米颗粒、碳纳米管在封装方面的应用特性。
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